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深圳同兴达科技股份有限公司 

关于公司全资子公司解除重大合同的进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

特别提示： 

本公告是对公司 2021 年 10 月 15 日已披露的《关于签订项目合作框架协议

的公告》和 2022 年 1 月 6 日已披露的《关于签订重大合同的进展公告》的后续

进展公告。 

一、情况概述 

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10月 15日与日

月新半导体（昆山）有限公司（以下简称“昆山日月新”）在深圳签订了《项目合

作框架协议》，约定双方分别出资，合作“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装

测试项目”。2022年 1月 5日，公司、子公司昆山日月同芯半导体有限公司（以下

简称“日月同芯”）与昆山日月新就此项目合作正式签署了《封装及测试项目合作

协议》，具体投资金额以后续实际合作及项目进度情况为准。具体内容详见公司分

别于 2021年 10月 15日及 2022年 1月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订项目合作框架协议的公告》

（公告编号 2021-070）、《关于签订重大合同的进展公告》（公告编号：2022-

001）。 

二、合同解除原因及《解除协议》主要内容 

甲方：深圳同兴达科技股份有限公司 

乙方：日月新半导体（昆山）有限公司（原名：日月光半导体（昆山）有限公

司） 
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丙方: 昆山日月同芯半导体有限公司（原名：昆山同兴达芯片封测技术有限责

任公司） 

1、原合同签订情况 

各方于2022年1月5日签订了《封装及测试项目合作协议》（下称“原合同”），

除本协议明确约定的以外，本协议所用词语与原合同具有相同含义。 

2、合同解除 

协议签订后，鉴于客观情况变化，为更好的深入合作实现互惠共赢，各方约定：

各方之间合作事项相关的权利义务，按照甲乙丙三方于2023年10月18日签订的《增

资协议》内容执行。 

为此，各方协商一致，原合同于本协议签署之日（解除日）解除，即自解除日

起，原合同对各方不再具有束缚力。 

3、各方确认 

各方在此确认：原合同不存在任何争议纠纷，各方互不追究法律责任（包括但

不限于违约责任、损害赔偿责任）。任何一方都不再因为原合同的履行和解除向对

方要求其他对价、报酬、费用、赔偿、违约金或补偿。 

4、附则 

本协议一式三份，各执一份，经各方盖章后生效。 

三、《解除协议》签订后对公司的影响 

    此次《解除协议》的签订是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果，不会对

公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会影响公司在芯片封装及测试项目的长

期部署和战略规划，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。 

四、备查文件 

1、《解除协议》 

特此公告。 
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深圳同兴达科技股份有限公司  

董事会 

2024年 12月 2日 

 

 

 


